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一、报告简介

观研报告网发布的《中国半导体设备非金属零部件行业现状深度分析与发展前景预测报告（
2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投
资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动
向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心
等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论
到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chinabaogao.com/baogao/202603/780474.html

报告价格：电子版: 8200元    纸介版：8200元    电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联 系 人 : 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺
，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。
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二、报告目录及图表目录

一、半导体设备非金属零部件是半导体设备零部件重要组成部分，包括非消耗型和消耗型零
部件两大类
半导体设备非金属零部件是半导体设备零部件重要组成部分。半导体设备零部件是指在材料
、结构、工艺、品质、精度、可靠性及稳定性等性能方面达到半导体设备及技术要求的零部
件，是半导体设备的重要组成部分。按照应用领域划分，半导体设备零部件主要包含机械类
、气体/液体/真空系统类、电气类、机电一体类、仪器仪表类及光学类零部件等。其中，半
导体设备机械类零部件又分为金属工艺件 、金属结构件及非金属零部件等。
半导体设备零部件分类
分类
代表产品
主要应用的半导体设备
机械类
金属工艺件
反应腔、传输腔、过渡腔、金属上下部电极、金属壁板等
所有设备
金属结构件
托盘、底座、冷却板等
非金属零部件
石英零部件、硅零部件、陶瓷零部件等
气体/液体/真空系统类
气体输送系统类
气柜、气体管路等
薄膜沉积设备、刻蚀设备、离子注入设备等
真空系统类
真空阀门、分子泵等
气动液压系统类
阀门、过滤器、液体管路等
清洗设备、化学机械抛光（CMP）设备等
电气类
射频电源、射频匹配器、供电系统等
所有设备
机电一体类
设备前端模块、机械手、腔体模组、阀体模组、浸液系统、温控系统等
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所有设备
仪器仪表类
气体流量计、真空压力计等
所有设备
光学类
激光源、物镜等
光刻设备、量测设备
其他
各类辅助耗材
所有设备
资料来源：重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书，观研天下整理
半导体设备非金属零部件是指在半导体制造设备中，采用非金属材料制成的、满足高精度、
高洁净度、耐腐蚀、耐高温等严苛技术要求的功能性部件。它们不以金属为主要构成，而是
依托陶瓷、石英、硅、碳化硅、高分子材料等非金属材质，广泛应用于光刻、刻蚀、薄膜沉
积、离子注入、化学机械抛光（CMP）等关键工艺环节，是保障半导体设备性能与晶圆良
率的核心组成部分。
根据使用周期和更换频率，半导体设备非金属零部件可分为消耗型零部件（Consumable）
与非消耗型零部件（Non-Consumable）。消耗型零部件直接参与工艺反应，需定期更换，
如硅零部件、陶瓷类零部件、石英类零部件等；非消耗型零部件主要起结构支撑作用，寿命
较长。

资料来源：公开资料，观研天下整理
当前，全球AI浪潮推动算力芯片紧缺，晶圆厂先进制程产能加速扩产，叠加半导体设备在先
进制程中运行强度提升，非金属零部件损耗速率显著加快，因此半导体设备的非金属零部件
采购以消耗型零部件为主，且需求持续攀升。
以刻蚀设备为例，刻蚀设备作为半导体制造中实现晶圆材料精密去除的关键设备，是晶圆制
造中步骤最多、技术难度最高的设备之一，其投资占晶圆厂设备总投资的22%左右，且随着
芯片制程升级持续提升。当前芯片线宽不断缩小，推动晶圆制造工序道数大幅增加，其中刻
蚀步骤的增幅最为显著——据行业数据显示，制造7nm芯片所需的刻蚀步骤达140道，较14
nm芯片提升115%。同时，先进制程对刻蚀设备的均匀性、高选择比、效率等各维度提出了
更为严苛的要求，带动刻蚀设备在先进半导体产线中的投资占比持续攀升，进而大幅拉动刻
蚀设备配套消耗型非金属零部件的市场需求。
二、晶圆厂扩产潮持续升温，驱动我国半导体设备非金属零部件需求放量
半导体设备非金属零部件的需求主要受晶圆厂建设与扩产影响。每一座新建或扩建的晶圆厂
都需要配置完整的半导体制造设备，如刻蚀机、薄膜沉积设备、光刻机等。这些设备内部集
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成了大量非金属零部件，例如陶瓷静电卡盘（ESC）、石英匀气盘、硅/碳化硅部件等。�
当前，我国内地晶圆厂建设与扩产势头持续强劲，为非金属零部件需求提供了坚实支撑。截
止2025年末，中国内地在建、投产硅晶圆制造线共 209 条。其中已建成12英寸晶圆厂58座
，规划产能290万片，实际开出产能约在210-220万片之间；在建19座，规划产能105万片；
规划兴建或改造22座，规划产能88万片；全部建成后产能合计480 万片。
已建成8英寸晶圆厂36座，规划产能188万片，已装机产能162万片，实际开出产量约140万
片；在建4座，规划产能 13
万片；规划兴建或改造8座，规划产能24万片；全部产能合计225万片。
已建成6英寸晶圆厂48座，规划产能264万片，已装机产能 200 万片，实际产量约 180
万片；在建6座，规划产能35万片；规划兴建或改造7座，规划产能 44
万片；全部产能合计343万片。
与此同时，国内晶圆代工厂的建设步伐同样提速。据SEMI统计及预测，国内已投产及在建
的晶圆代工厂数量将实现跨越式增长，从2024年的29座大幅增至2027年的71座。

数据来源：观研天下整理
随着晶圆厂扩产潮持续升温，我国半导体设备非金属零部件需求迎来快速增长，相关采购数
据也充分印证了这一趋势。弗若斯特沙利文数据显示，2020-2024年我国晶圆厂非金属零部
件采购额从44亿元增长至113.5亿元，年复合增长率（CAGR）为26.7%；展望未来，需求
增长态势将持续延续，预计到2029年，我国晶圆厂非金属零部件采购额将攀升至262.7亿元
，2025-2029年期间年复合增长率（CAGR）为16.0%。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
三、我国晶圆厂非金属零部件以直接向零部件厂商采购为主
从采购渠道来看，目前我国晶圆厂非金属零部件主要通过设备厂和零部件厂商两大渠道进行
采购。结合当前行业现状，由于半导体设备的非金属零部件采购以消耗型零部件为主，这类
零部件需求频次高、更换周期短，因此晶圆厂更倾向于直接向零部件厂商采购，使得直接采
购占比相对更高，且这一占比呈稳步提升态势。具体来看，2024年我国晶圆厂向零部件厂
商直接采购的占比已达70.8%，对应采购额达80.4亿元；展望2029年，这一直接采购占比预
计将提升至80.7%，采购额将进一步增至212亿元，零部件厂商在采购供应链中的市场地位
将持续稳固。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
四、硅零部件、石英类零部件、陶瓷类零部件是目前我国晶圆厂非金属零部件的主要采购类
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型
根据材料特性不同，半导体设备非金属零部件可分为硅零部件、石英类零部件、陶瓷类零部
件及其他类。目前，硅零部件、石英类零部件、陶瓷类零部件是我国晶圆厂非金属零部件的
主要采购类型，占据采购市场的主导地位。
半导体设备非金属零部件分类
类型
代表产品
主要应用的半导体设备
晶圆厂在使用中是否需定期更换
陶瓷类零部件
陶瓷环、静电卡盘、碳化硅环等
薄膜沉积设备、刻蚀设备、快速热处理设备等
工艺零部件，参与真空腔内工艺反应，需定期更换
硅零部件
硅环、硅电极等
刻蚀设备、快速热处理设备等
石英类零部件
石英环、石英盘、石英喷嘴、石英电极等
刻蚀设备、炉管设备等
其他类
塑料垫圈、塑料固定座等
所有设备
资料来源：公开资料，观研天下整理

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
从上文图表可以看出，硅零部件目前是我国晶圆厂非金属零部件采购中最主要的类型。这一
现状主要得益于硅零部件与晶圆电特性匹配度高、不易产生缺陷，能有效提升芯片加工良率
，尤其适配7nm及以下先进制程的刻蚀、炉管等核心设备。数据显示，2024年我国晶圆厂
硅零部件采购额达43.8亿元，占非金属零部件总采购额的38.6%；其中，向零部件厂商直接
采购金额为35.7亿元，占硅零部件采购额的81.6%，直接采购占比显著高于其他品类。展望
2029年，随着先进制程持续渗透，硅零部件需求将进一步释放，预计采购额将攀升至108.6
亿元，占非金属零部件总采购额的比例提升至41.3%，持续巩固其主导地位。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
其次为石英零部件，作为晶圆制造中的核心耗材，石英零部件广泛应用于光刻、刻蚀等工艺
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环节，但其使用受温度限制，在高温场景下易出现变形、翘曲等问题，一定程度上限制了其
采购占比的进一步提升。2024年我国晶圆厂石英零部件采购额为34.8
亿元，占非金属零部件总采购额30.7%。其中向零部件厂商直接采购金额为 22.7
亿元，占石英零部件采购额 65.3%。预计到2029年，随着合成石英等高端产品的应用推广
，我国晶圆厂石英零部件采购额将增长至74.4亿元，但受硅零部件需求提升影响，其占非金
属零部件总采购额的比例将下降至28.3%。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理
相比之下，陶瓷零部件采购市场规模相对较小，但近年来随着先进制程对设备精度、稳定性
要求的提升，陶瓷零部件（如氮化铝陶瓷静电卡盘）的需求呈稳步增长态势，尤其在高端设
备中的应用占比持续提升。2024年我国晶圆厂陶瓷零部件采购额为 29.4
亿元，占非金属零部件总采购额25.9%。其中向零部件厂商直接采购金额为 19.3 亿元，占
陶瓷零部件采购额65.6%。预计到2029年，我国晶圆厂陶瓷零部件采购额将增至69.7亿元，
占非金属零部件总采购额的比例微升至26.5%，市场规模稳步扩容，与石英零部件的采购差
距逐步缩小。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理(WW)

注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。

·关于行业报告
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局
、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决
策的重要依据。

·报告内容涵盖
观研报告网发布的《中国半导体设备非金属零部件行业现状深度分析与发展前景预测报告（
2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据
，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把
握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

·报告数据来源
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报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计部门；行业协会、研究院所等业内权
威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数
据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需
数据引用案例请联系观研天下客服索取）
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第三节 中国半导体设备非金属零部件���行业宏观环境分析（PEST模型）
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二、全球半导体设备非金属零部件���行业市场区域分布
第三节 亚洲半导体设备非金属零部件���行业地区市场分析
一、亚洲半导体设备非金属零部件���行业市场现状分析
二、2021-2025年亚洲半导体设备非金属零部件���行业市场规模与需求分析
三、亚洲半导体设备非金属零部件���行业市场前景分析
第四节 北美半导体设备非金属零部件���行业地区市场分析
一、北美半导体设备非金属零部件���行业市场现状分析
二、2021-2025年北美半导体设备非金属零部件���行业市场规模与需求分析
三、北美半导体设备非金属零部件���行业市场前景分析
第五节 欧洲半导体设备非金属零部件���行业地区市场分析
一、欧洲半导体设备非金属零部件���行业市场现状分析
二、2021-2025年欧洲半导体设备非金属零部件���行业市场规模与需求分析
三、欧洲半导体设备非金属零部件���行业市场前景分析
第六节 2026-2033年全球半导体设备非金属零部件���行业分布走势预测
第七节 2026-2033年全球半导体设备非金属零部件���行业市场规模预测

【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国半导体设备非金属零部件���行业运行情况
第一节 中国半导体设备非金属零部件���行业发展介绍
一、半导体设备非金属零部件行业发展特点分析
二、半导体设备非金属零部件行业技术现状与创新情况分析
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一、影响中国半导体设备非金属零部件���行业市场规模的因素
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二、2021-2025年中国半导体设备非金属零部件���行业市场规模
三、中国半导体设备非金属零部件行业市场规模数据解读
第三节 中国半导体设备非金属零部件���行业供应情况分析
一、2021-2025年中国半导体设备非金属零部件���行业供应规模
二、中国半导体设备非金属零部件���行业供应特点
第四节 中国半导体设备非金属零部件���行业需求情况分析
一、2021-2025年中国半导体设备非金属零部件���行业需求规模
二、中国半导体设备非金属零部件���行业需求特点
第五节 中国半导体设备非金属零部件���行业供需平衡分析

第六章 中国半导体设备非金属零部件���行业经济指标与需求特点分析
第一节 中国半导体设备非金属零部件���行业市场动态情况
第二节 半导体设备非金属零部件���行业成本与价格分析
一、半导体设备非金属零部件行业价格影响因素分析
二、半导体设备非金属零部件行业成本结构分析
三、2021-2025年中国半导体设备非金属零部件���行业价格现状分析
第三节 半导体设备非金属零部件���行业盈利能力分析
一、半导体设备非金属零部件���行业的盈利性分析
二、半导体设备非金属零部件���行业附加值的提升空间分析
第四节 中国半导体设备非金属零部件���行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第五节 中国半导体设备非金属零部件���行业的经济周期分析

第七章 中国半导体设备非金属零部件���行业产业链及细分市场分析
第一节 中国半导体设备非金属零部件���行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、半导体设备非金属零部件���行业产业链图解
第二节 中国半导体设备非金属零部件���行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对半导体设备非金属零部件���行业的影响分析
三、下游产业发展现状



观研报告网 www.chinabaogao.com

四、下游产业对半导体设备非金属零部件���行业的影响分析
第三节 中国半导体设备非金属零部件���行业细分市场分析
一、中国半导体设备非金属零部件���行业细分市场结构划分
二、细分市场分析——市场1
1. 2021-2025年市场规模与现状分析
2. 2026-2033年市场规模与增速预测
三、细分市场分析——市场2
1.2021-2025年市场规模与现状分析
2. 2026-2033年市场规模与增速预测
（细分市场划分详情请咨询观研天下客服）

第八章 中国半导体设备非金属零部件���行业市场竞争分析
第一节 中国半导体设备非金属零部件���行业竞争现状分析
一、中国半导体设备非金属零部件���行业竞争格局分析
二、中国半导体设备非金属零部件���行业主要品牌分析
第二节 中国半导体设备非金属零部件���行业集中度分析
一、中国半导体设备非金属零部件���行业市场集中度影响因素分析
二、中国半导体设备非金属零部件���行业市场集中度分析
第三节 中国半导体设备非金属零部件���行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第四节 中国半导体设备非金属零部件���行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论

第九章 中国半导体设备非金属零部件���行业所属行业运行数据监测
第一节 中国半导体设备非金属零部件���行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
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第二节 中国半导体设备非金属零部件���行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国半导体设备非金属零部件���行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第十章 中国半导体设备非金属零部件���行业区域市场现状分析
第一节 中国半导体设备非金属零部件���行业区域市场规模分析
一、影响半导体设备非金属零部件���行业区域市场分布的因素
二、中国半导体设备非金属零部件���行业区域市场分布
第二节 中国华东地区半导体设备非金属零部件���行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区半导体设备非金属零部件���行业市场分析
1、2021-2025年华东地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模
2、华东地区半导体设备非金属零部件���行业市场现状
3、2026-2033年华东地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区半导体设备非金属零部件���行业市场分析
1、2021-2025年华中地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模
2、华中地区半导体设备非金属零部件���行业市场现状
3、2026-2033年华中地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区半导体设备非金属零部件���行业市场分析
1、2021-2025年华南地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模



观研报告网 www.chinabaogao.com

2、华南地区半导体设备非金属零部件���行业市场现状
3、2026-2033年华南地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模预测
第五节 华北地区市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区半导体设备非金属零部件���行业市场分析
1、2021-2025年华北地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模
2、华北地区半导体设备非金属零部件���行业市场现状
3、2026-2033年华北地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区半导体设备非金属零部件���行业市场分析
1、2021-2025年东北地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模
2、东北地区半导体设备非金属零部件���行业市场现状
3、2026-2033年东北地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区半导体设备非金属零部件���行业市场分析
1、2021-2025年西南地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模
2、西南地区半导体设备非金属零部件���行业市场现状
3、2026-2033年西南地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区半导体设备非金属零部件���行业市场分析
1、2021-2025年西北地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模
2、西北地区半导体设备非金属零部件���行业市场现状
3、2026-2033年西北地区半导体设备非金属零部件���行业市场规模预测
第九节 2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业市场规模区域分布预测

第十一章 半导体设备非金属零部件���行业企业分析（企业名单请咨询观研天下客服）
第一节 企业1
一、企业概况
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二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业2
第三节 企业3
第四节 企业4
第五节 企业5
第六节 企业6
第七节 企业7
第八节 企业8
第九节 企业9
第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】
第十二章 中国半导体设备非金属零部件���行业发展前景分析与预测
第一节 中国半导体设备非金属零部件���行业未来发展趋势预测
第二节 2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业投资增速预测
第三节 2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业规模与供需预测
一、2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业市场规模与增速预测
二、2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业产值规模与增速预测
三、2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业供需情况预测
第四节 2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业成本与价格预测
一、2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业成本走势预测
二、2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业价格走势预测
第五节 2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业盈利走势预测
第六节 2026-2033年中国半导体设备非金属零部件���行业需求偏好预测

第十三章 中国半导体设备非金属零部件���行业研究总结
第一节 观研天下中国半导体设备非金属零部件���行业投资机会分析
一、未来半导体设备非金属零部件���行业国内市场机会
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二、未来半导体设备非金属零部件行业海外市场机会
第二节 中国半导体设备非金属零部件���行业生命周期分析
第三节 中国半导体设备非金属零部件���行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国半导体设备非金属零部件���行业SWOT分析结论
第四节 中国半导体设备非金属零部件���行业进入壁垒与应对策略
第五节 中国半导体设备非金属零部件���行业存在的问题与解决策略
第六节 观研天下中国半导体设备非金属零部件���行业投资价值结论

第十四章 中国半导体设备非金属零部件���行业风险及投资策略建议
第一节 中国半导体设备非金属零部件���行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第二节 中国半导体设备非金属零部件���行业风险分析
一、半导体设备非金属零部件���行业宏观环境风险
二、半导体设备非金属零部件���行业技术风险
三、半导体设备非金属零部件���行业竞争风险
四、半导体设备非金属零部件���行业其他风险
五、半导体设备非金属零部件���行业风险应对策略
第三节 半导体设备非金属零部件���行业品牌营销策略分析
一、半导体设备非金属零部件���行业产品策略
二、半导体设备非金属零部件���行业定价策略
三、半导体设备非金属零部件���行业渠道策略
四、半导体设备非金属零部件���行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：https://www.chinabaogao.com/baogao/202603/780474.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

{$url}
http://www.tcpdf.org

